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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CE 1 et en consultant
les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI
® Annuaire de la CE1

® Catalogue des publications de la CE1

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under con-
stant review by the 1 EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

I EC Bulletin
I EC Yearbook

Catalogue of 1 EC Publications—

Publié annpellement

Terminologie

En ce qui congerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de la CE1: Vocabulaire Electrotechnique
International (V[EI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun ¢’un sujet défini, 'Index général étant publié sépa-
rément. Des déthils complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et|définitions figurant dans la présente publi
ont été soit repr|s du VEI, soit spécifiquement approuvés\a
de cette publicaltion.

Symboles graphiques et littéranx

Pour les synjboles graphiques,
d’usage général fapprouvés par la C

— la Publicatign 27 de la
électrotechn

— la Publicati
schémas.

Les symbolesfet signessqntelus d
été soit repris d| 1cati
quement appro|

Publications e la GEJ_établies par le méme

Comité d’Etudes

Published yearly

Terminology

o IEC Publi-
y (IEV), which
Healing with a
as a separate
n request.

ent publication
en specifically

or graphical symbols, and letter symbols and $igns approved
the TEC for general use, readers are referred t:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be usgd in electrical
technology;
— TEC Publication 617: Graphical symbols for dliagrams.

The symbols and signs contained in the presgnt publication
have either been taken from I EC Publications 27 pr 617, or have
been specifically approved for the purpose of thiq publication.

I EC publications prepared by the same
Technical Committee

L’attention du Tecteur est affirée sur Ie deuxieme feuillet de la
couverture, qui énumére les publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

The atteniion of readers is drawn 1o the back cover, which lists
1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Cinquiéme partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

PREAMBULE

—

)| Les décisions ou accords officiels de 1a CE [ en ce qui concerne les questions techniques, prépafeés par
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la
international sur les sujcts examinés.

2)| Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées co
en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie\par
conducteurs.

Le texte de cette norme est issu des dgc

Régh@{m N/ Rapport de vote
3 C)}O{"\j 47(BC)964

Q e dosumentrés d’un document de base, 47(Secrétariat)816,

ivant la Procédure Accélérée en 1982.

Pour de

Comitq
grande mes§ure |

ensel ents, consulter le rapport de vote mentionné dans

s d’Etudes ou sont
ossible un accord

éPnationaux.

permettent. Toute
ible, étre indiquée

° 47 de la CEI: Disp¢sitifs & semi-

le tableau ci-
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

FOREWORD

1) The fory National
f opinion

Commi

s in that

2) They hg
sense.
3) In ordel| to promote international unification, the IEC expresses the wish that a he text of
the IEC

the 1 E( recommendation for their national rules in so far as national copditions
recomnjendation and the corresponding national rules should, as far 3¢

This sfandard has been prepared by IE ces.

The text of this standard {s based/On t

NAont@P{le \/ Report on Voting
%7(1‘({90)\\) 47(C0O)964

cum tesult of a base document, 47(Secreta-
16, Which was irculated under the Accelerated Procedure in

Furthg in the Report on Voting, indicated in the table above.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Cinquiéme partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

INTRODUCTION

2.1

largeur des
pondent a la

dérivent de
actuel de la

hnologie.

rand nombre
de sorties, ainsi que les exigences acc ilisateurs pourront conduire dans le futur a recom-
mander la normalisati e

pplicables au

aux circuits

uban flexible
spécial.

Parcillement 4 un circuit imprime flexible, e Tuban est constitue d un mince support plastique
sur lequel de trés fins conducteurs en cuivre ont é1¢ formés suivant un gabarit adapté aux plots de
connexion présents sur la pastille.

Pareillement 4 un film de cinéma, le ruban comporte une ou deux rangées de trous d’entraine-
ment par roue dentée servant a I'entrainement du ruban et au positionnement précis des motifs de
connexion gravés.

Le ruban TAB est normalement utilisé pour trois opérations principales:

1) Soudure interne des pastilles sur bande — Les pastilles de circuits intégrés sont soudées aux
extrémités internes (les plus proches du centre du ruban) des conducteurs en cuivre, les plots des
pastilles (ou surépaisseurs reliées aux électrodes) servant d’interface.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR

DEVICES

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

INTRODUCTION

1
of
intg
DI

I
tert
of

]
filn

s

tec

he recommendations contained in this standard cover the requirement
ape with or without bonded integrated circuits by a manufacture
tnded to govern strictly internal usage such as the use of TAB as on¢
. packages or “chip carriers”.

Dimension values or requirements given in this standard
h, outer lead bonding (OLB), etc., correspond to the state
his standard.

This standa

c

ted bonding

sulting from Jhe sale

Are not
iure of

bst pat-
ication

picture

hd user

e auto-

Like a flexible printed circuit, the tape consists of a thin plastic base on which thin copper leads
have been formed with a pattern matching the connecting pads of the chip.

Like a movie film, the tape has one or two rows of sprocket holes used to move it easily and to
locate accurately each frame.

The TAB tape is normally used in three main steps:
1) Inner lead bonding—IC chips are bonded to the inner end of the copper leads, using their -

connecting pads (or bumps) as an interface.
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2) Test — Les circuits intégrés peuvent étre testés automatiquement sur le ruban.

3) Report des pastilles sur substrat — Transfert et interconnexion finale des circuits intégrés (sur
une carte imprimée ou un substrat de circuit hybride), les pastilles équipées de leurs connexions
lamellaires en cuivre sont dissociées du ruban par matrigage. Les extrémités externes des lamel-
les sont soudées sur les zones de montage du substrat final.

2.2 Termes et définitions

2.2.1 Pastille

Portion de plaquette qui comporte au moins un circuit ou un dispositif et que ’on découpe d’une
plaquette comportant un ensemble de tels circuits ou dispositifs.
!
2.2.2_Bande porteuse oy ruban porteur

Bande linéaire constituée d’un matériau isolant et d’'un matéria
de motifs ajourés permettant de fournir un support mécanique
pastilles.

Jminés, percée
ctriques a des

BYet dissociation de la bande
porteuse.

[ )

2.4 Motif gravé (voir note)

Vue en plan du matériau co
test.

que, comprenant les zorjes ou plots de

le motif gravé.

de référence.

de confusion.

hées.

aires en cuivre

2.8/, Report des pastilles sur substrat, soudure externe (OLB)

Connexion mécanique et €lectrique des extrémités externes des conducteurs lamellaires en cuivre
au substrat.

2.2.9 Ruban séparateur

Ruban utilisé comme séparateur mécanique entre deux spires adjacentes d’une bande porteuse
enroulée sur une bobine.

2.2.10 Amorces

Parties d’une bande porteuse situées au début et 4 la fin, qui ne comportent pas de pastilles et qui
sont utilisées pour ’embobinage ou le débobinage.
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2) Test—Integrated circuits can be automatically tested on the tape.

3) Outer lead bonding—To transfer the ICs to their final interconnection medium (PC board or
hybrid substrate) they are punched out of the tape and they retain the outer part of the copper.
The extremities of these leads are then bonded to the final substrate.

2.2 Terms and definitions

2.2.1 Chip (die)

A portion of a wafer which contains at least one circuit or device, separated from a wafer which
contains an array of such circuits or devices.

2.2.2 Thape carrier
ILinear strip of a laminate of an insulating and a conducting material patterned\so astq mech-

anically support and electrically contact a chip.

Notp. — Tape carrier may be abbreviated to tape when no confusion may arise.

2.2.3 Leaded chip or spider

Chip with leads attached after inner lead bonding the tape cartier.

2.2.4 Lpad pattern

Plan view of the conductive materia etch ncluding test pads.

2.2.5 Guide perforation
$ide perfo<}>n
Noje. — Guide pesforaiie
2.2.6 A
]

2.2.7 IH
]

2 2 8 4 I o I I L1}
L. utervteanoonaing(Oro)

Mechanical and electrical connection of the outer end of the copper leads to the substrate.

2.2.9 Spacer tape
Tape used as a mechanical spacer between two consecutive tape carrier layers on a reel.

2.2.10 Leaders

Portions of the tape carrier situated at beginning and end, which do not carry functional chips
and which are used for loading and unloading purposes. '
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2.2.11 Cadre de manipulation

Cadre (similaire a ceux des diapositives) utilisé pour manipuler et protéger une courte partie du
ruban porteur contenant une seule pastille.

2.2.12  Découpe
Dissociation mécanique des pastilles a contacts lamellaires avant le report final sur substrats
(OLB).
2.2.13 Cambrage

Mise en forme mécanique précise des lamelles de I'araignée avant le report final sur substrat
(OLB).

3. |Largeur de bande et perforations

Les bords latéraux de la bande ne doivent pas étre utilisés copime.¢lé &lérence.

Toutefois, la largeur du ruban doit étre donnée pour per
lement et les bobines.

oirs de défi-

3.1 Largeur
Les dimensions suivantes sont recommandées

8 mm
16 mm
19 mm
35 mm.

3.2 Perforations

9,

B
s
— —
G . C,
L\-\____/\__/\

409/87

FIGURE 1
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2.2.11  Slide carrier

Slide mount used to handle and protect a short portion of tape carrier containing a single
chip.

2.2.12  Excising
Mechanical removal of the leaded chips from the tape prior to OLB.

2.2.13 Lead forming

Precise mechanical forming of tape leads required for face up mounting of leaded chips on a flat
substrate.

3. Tape width and perforations

The external edges of the tape should not be considered as a refere

However, tape width should be given for mechanical channel and.reel requirgmens.

3.1 Widih
The following dimensions are recommended:

8 nm
16 mm
19£m
35 mm.

3.2 Perfrations

i e o S Y
E
—
G ! . G,
N-—-——/—\—'/\
H

409/87

FIGURE 1
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Le tableau de dimensions (en millimétres) suivant, basé sur la normalisation cinématographique,
est recommandé.

Format
de la A B ¢, C, D E F H
bande
8 7,97 4234 0,914 Note 1 1,143 0,51 Note 1 4,20
+ 0,05 +0,010 +0,010 +0,010 +0,05 +0,02
16 15,95 4,234 0,914 Note | 1,143 0,51 Note 1 8,20
+0,025 +0,010 +0,010 +0,010 +0,05 +0,02
19A 19,000 4,750 1,422 1,422 1,422 2,01 14,427 8,636
19B +0,075 +0,013 +0,020 +0,020 +0,020 +0,05 +0,050 +0,025
Note 2
35A 34,975 4,750 2,800 2,800 1,98 15,485
+0,025 +0,013 +0,005 +0,005 +0,01 +0,025
—0,015 —0,015
35B 34,975 4,234 0,914 1,143 1,1 16,22
+0,025 +0,010 +0,010 +0,010 +0010 +0,02

Notes 1. — Bande a simple perforation.
2. — Pour les différences entre les bandes de formats

4. Données de référence

5 le cas d’une

axe médian a

théorique des

as plus de 48
positifs ayant

I.a configuration et les dimensions de I’araignée ne peuvent pas étre spécifiées de fagon détaillée

pour les raisons suivantes:

a) la configuration des pastilles n’est pas normalisée;
b) les régles courantes pour 'agencement des substrats ne sont pas normalisées;
¢) les procédés pour 'OLB et le cambrage varient suivant les applications.
Deux voies d’approche peuvent étre adoptées pour normaliser la cotation des zones de I'araignée
utilisées au moment du report:
— soit spécifier la conﬁguration et les dimensions des lamelles de I'araignée dans la zone utilisée
pour le report,

— soit spécifier 'implantation des plages ou plots de soudure sur le substrat quel que soit le
procédé utilisé pour cambrer et souder les lamelles.
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The following table of dimensions (in millimetres), based on cine (movie) film standardization,

is recommended.

Tape A B o C, D E F H
format
8 7.97 4234 0.914 Note | 1.143 0.51 Note | 4.20
+ 0.05 +0.010 +0.010 +0.010 +0.05 +0.02
16 15.95 4,234 0.914 Note 1 1.143 0.51 Note | 8.20
+0.025 +0.010 +0.010 +0.010 +0.05 +0.02
19A 19.000 4,750 1.422 1.422 1.422 2.01 14.427 8.636
19B +0.075 +0.013 +0.020 +0.020 +0.020 +0.05 +0.050 +0.025
Naote D
35A 34.975 4.750 2.800 2.800 1.98 2.0 25.37 15.485
+0.025 +0.013 +0.005 +0.005 +0.01 +( 0950, t+0.025
: —0.015 —0.015 (\
35B 34.975 4.234 0.914 1.143 1.143 27 30.8 N 16.22
+0.025 +0.010 +0.010 +0.010 +0.010 /\jQ\ +9,035 +0.02
N\
Ndtes 1. — Single row of perforation.
2. — For differences between tape fprmats 19A and 19B, seg’A
4. Reference data
Appendices A and B give examplesof 10 r zong in the case of a tape with double
pgrforation.
Appendix C gives an example o h single

pgrforation.

5. Tes

bd

rns may
ideration.

The configuration and dimensions of lead patterns could not be specified in a detailed mgnner for

thiefollewingreasons:
a) chip configurations are not standardized;
b) current practice for substrate layout is not standardized;

¢) the OLB processes and lead forming processes vary according to applications.

Two standardization approaches for the dimensioning of the OLB zone can be adopted:

— either to specify the configuration and dimensions of the lead in the OLB zone before excising

from the tape,

~— or to specify the bonding pad location on the substrate whatever the process used for forming

and bonding the leads.
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Pour des dispositifs n’ayant pas plus de 48 sorties, il est recommandé que:

— I’espacement entre les lamelles (voir figure 2) pour les bandes de formats 19A, 19B, 35A et
35B soit égal 4 0,50 mm ou 0,51 mm (position géométrique exacte);

— les valeurs préférées pour la dimension Cp, de la fenétre varient de 5 mm a 12 mm avec un

incrément de’ 1 mm (cette recommandation est motivée par ’emploi des outillages exis-
tants).

L Cph/2
‘ _sIVOL_‘.___

e |
]
|
' Bord BA \
de la feQétre (\‘\
PN

0/87



https://iecnorm.com/api/?name=46e0776257a44626a3f4880936c5ee78

191-5 © IEC 1987 — 15 —

For devices up to 48 leads, it is recommended that:

— lead spacing (see Figure 2) for tape formats 19A, 19B, 35A and 35B should be equal to
0.50 mm or 0.51 mm true position;

— preferred size for aperture or window Cp, should go from 5 mm to 12 mm by | mm increments
(because of existing tooling dimensions).

B
|

Aperture
|(\

410/87
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EXEMPLE DE POSITIONNEMENT I’UNE ZONE DE L’ARAIGNEE DANS LE CAS D'UNE
BANDE A DOUBLE PERFORATION 19A + B, 35A

(Diinensions en millimétres)

Format de la bande F H
19A
7,925
198 } 14,427 8,636
35A 25,370 15,485 14,085 »

oo o7

£ |

Perforation de référence

MO0

Perforation de référence

FIGURE Al

X

@].D1 G0, O ™

Pour plus fle clarté,
une seule Jamelle de
I'araignée p été
représentde

Dy min.

hy wppd

C; max.

D; max.
p——— —————

0] % »

ey

_ r -m —

La figure A2 correspond a ufp exemple de
contréle par calibre optique.

Les bords des deux perforations de réfé-
rence et la zone a contrdler de |la lamelle de
I’araignée doivent se trouver a [intérieur des
zones respectives limitées par lps hachures.

T

'
Longueur de la zone controlée

|
|
|

FIGURE A3

FIGURE A2

La figure A3 quil faut superposer a la
figure A2 correspond a un exemple de
contréle par calibre mécanique.

Les broches du calibre étant introduites
dans les deux perforations de référence, la
zone a contrbler de la lamelle de I’araignée
doit se trouver a Uintérieur de la zone limitée
par les hachures.

Compte tenu de lélasticité du film, le
contréle pourra étre effectué avec des broches
ajustées aux valeurs nominales de D et C.

411/87
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EXAMPLE OF LOCATION OF A SPIDER ZONE:

— 17

APPENDIX A

TAPE FORMAT WITH DOUBLE PERFORATION 19A + B, 35A

(Dimensions in millimetres)

Tape format F H
19A
198 14.427 8.636 7.925
35A 25.370 15.485 14.085

30

m——r

{
H

-—™

"~

pos—

P‘-—?—J l
|

=

Spider

Reference perforation

d

O

(0] )
¥ min.

O O

Reference perforation

max.

nor. 1

N

D1 min.

NN

Cy max.

Dy max.

FiqurE Al

P x |@D

91Dzl® @j

For drawing
a sole spider
is represente

larity,
lead

H
41187

Figure A2 corresponds to an ejample of

checking by means of an optical ga

The edges of both reference pe
and the spider lead zone to be che

be inside the respective hatched zg

Bdx

asad

¥

|

uge.

forations
ked shall

nes. -

FIGURE A3

FIGURE A2

Figure A3 which is to be superposed on
Figure A2 corresponds to an example of
checking by means of a mechanical gauge.

With the gauge pins inserted in the two
reference perforations, the spider lead zone
to be checked shall be inside the hatched

zones.

Taking into account the film elasticity, the
checking may be effected with gauge pins
adjusted to nominal values of D and C.
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EXEMPLE DE POSITIONNEMENT D’UNE ZONE DE L’ARAIGNEE DANS LE CAS D'UNE
BANDE A DOUBLE PERFORATION 35B

(Dimensions en millimétres)

Format de la bande F G

358 30,861 2,117

16,220 14,103

Perforations de référence

IGURE Bl

JO@]Y]

412/87

FIGURE B2

La figure B2 correspond [a un exemple de
contréle par calibre mécaniue.

Les broches du calibre Etant introduites
dans les perforations de férence de telle
sorte que la face Y de la perfpration de gauche
vienne en butée par rappoft aux broches, la
zone 4 controler de la lamklle de I'araignée
doit se trouver a 'intérieur fle 1a zone limitée
par les hachures,

Compte tenu de I’élastici{é du film, le con-
tréle pourra étre effectué dlans tous les cas
avec des broches ajustées 4 la valeur nomi-

4

%‘ : i ,7rﬁ %rﬁ max.

]
b max. + X

i JL_-_%’J"
.!L‘_}_ e . TR
[0s] x n

Trate e €:

FIGURE B3

La figure B3 correspond a un exemple de
contrdle par calibre optique.

Le bord Y de la perforation de référence de
gauche étant confondu avec la limite de la
zone hachurée, les bords horizontaux de la
perforation de référence de droite et la zone a
contrdler de la lamelle de Paraignée doivent
se trouver a l'intérieur des zones respectives
limitées par les hachures.


https://iecnorm.com/api/?name=46e0776257a44626a3f4880936c5ee78

191-5 © IEC 1987

APPENDIX B

— 19 —

EXAMPLE OF LOCATION OF A SPIDER ZONE:
TAPE FORMAT WITH DOUBLE PERFORATION 35B

(Dimensions in millimetres)

Tape formiat

F

G

H

358

30.861

2.117

16.220 i4.103

Reference perforations

E

- G

Dy

0 OO

2 O

Sp@i: ‘ URH Bl

.

Ow mgx,
\—mﬂ@ dclide

O]

FIGURE B2

Figure B2 corresponds to an ¢

With the gauge pins inserted in
ence perforations, so that the Y-e

shall be inside the hatched zones.

Taking into account the film ela

412/87

ample of

checking by means of a mechanicdl gauge.

the refer-
ige of left

reference perforation comes to bytt against
the pins, the spider lead zone to bg checked

ticity, the

checking may be effected with gpuge pins
adjusted to the nominal value of ¢.

FIGURE B3

tion bordering the hatched zone

Figure B3 corresponds to an example of
checking by means of an optical gauge.

With the Y-edge of left reference perfora-

limit, the

horizontal edges of right reference perforation
and the spider lead zone to be checked shall be
- inside the respective hatched zones.
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ANNEXE C

EXEMPLE DE POSITIONNEMENT D’'UNE ZONE DE L’ARAIGNEE DANS LE CAS D'UNE
BANDE A SIMPLE PERFORATION 8, 16

(Dimensions en millimétres)

191-5 © CEI 1987

Format de la bande F G H
8 6,546 2,117 4,200 3,753
16 14,526 2,117 8,200 7,753

Perforations de référence

SURE Cl
LLamel| H
de I'akaigné
s
Ml CIo
413787
FIGURE C2
La figure C2 correspond afun exemple de

contréle par calibre mécaniqgue.

Les broches du calibre éfant introduites
dans les perforations de référence de telle
sorte que la face Y de la perfofation de gauche
vienne ¢n butée par rapport faux broches, la
zone A contrdler de la lamelle de Paraignée
doit se trouver a 'intérieur d¢ la zone limitée
par les hachures. -

Compte tenu de I’élasticité|du film, le con-
tréle pourra étre effectué dqns tous les cas
avec des broches ajustées a |a valeur nomi-
nale de C.

FiGUre C3

La figure C3 correspond 4 un exemple de
contréle par calibre optique.

Le bord Y de la perforation de référence de
gauche étant confondu avec la limite de la
zone hachurée, les bords horizontaux de la
perforation de référence de droite et la zone a
contrdler de la lamelle de I’araignée doivent
se trouver a P’intérieur des zones respectives
limitées par les hachures.
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APPENDIX C

EXAMPLE OF LOCATION OF A SPIDER ZONE:
TAPE FORMAT WITH SINGLE PERFORATION 8§, 16

(Dimensions in millimetres)

Tape format F G
8 6.546 2.117 4.200 3.753
16 14.526 2.117 8.200 7.753

Reference perforations

£

- Cy

GUH

5 Cl

[<|@]¢|0

©] 1]

FIGURE C2

Figure C2 corresponds to an e
checking by means of a mechanicd

With the gauge pins inserted in|
ence perforations, so that the Y-¢l
reference perforation comes to b
the pins, the spider lead zone to
shall be inside the hatched zones.

413/87

kample of
| gauge.

the refer-
(ge of left
tt against
e checked

Taking into account the film elzzrticity, the

checking may be effected with

adjusted to the nominal value of (.

auge pins

-

1‘_C1 max. -

b max. + X

FiGure C3

Figure C3 corresponds to an e

xample of

checking by means of an optical gauge.

With the Y-edge of left reference perfora-

tion bordering the hatched zone

limit, the

horizontal edges of right reference perforation
and the spider Iead zone to be checked shall be
inside the respective hatched zones.
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ANNEXE D

RECOMMANDATIONS POUR UN GABARIT DE TEST

Note b G Note 4
™~ l

h/4 plots

414/87

test susceptibles

t pas spécifiée; la

e_de position recommandée est de 0,10 mm.
4_#- Perforation de référence pour les bandes de format 19A, 19B et 35A.

x Pl . 3 T¥a 1 I 3 da ity +£.9Q 1c ¢ 28D
T — I CrioTratromr ac et Cneepottesoarracs—acormat—o, o000
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